
JP 2009-252566 A 2009.10.29

(57)【要約】
【課題】粉末状の有機ＥＬ材料は取り扱うが難しく、大
気に曝すと、すぐに特性が劣化してしまう。
【解決手段】粉末状の有機ＥＬ材料１２を、ガラス製の
アンプル１３に封入してなる有機ＥＬ素子用材料１１の
形態で、有機ＥＬ材料を取り扱う。そして、真空蒸着装
置を用いて素子形成用基板上に有機層を形成する場合は
、その有機ＥＬ素子用材料１１を蒸着源に投入した後、
真空チャンバ内を減圧する過程で、アンプル１３を内外
圧力差により開裂させ、これによって露出した有機ＥＬ
材料１２を加熱して蒸発させる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機ＥＬ材料と、
　前記有機ＥＬ材料を封入してなるアンプルと
　を有することを特徴とする有機ＥＬ素子用材料。
【請求項２】
　前記アンプルはガラス製である
　ことを特徴とする請求項１記載の有機ＥＬ素子用材料。
【請求項３】
　前記アンプルの表面に溝が形成されている
　ことを特徴とする請求項１記載の有機ＥＬ素子用材料。
【請求項４】
　前記アンプル内に、前記有機ＥＬ材料とともに不活性ガスを封入してなる
　ことを特徴とする請求項１記載の有機ＥＬ素子用材料。
【請求項５】
　前記アンプルは、少なくとも二つの容器半体を組み合わせたものである
　ことを特徴とする請求項１記載の有機ＥＬ素子用材料。
【請求項６】
　前記二つの容器半体はシーリング材を用いて密着されている
　ことを特徴とする請求項５記載の有機ＥＬ素子用材料。
【請求項７】
　前記シーリング材は、室温よりも高く、かつ、前記有機ＥＬ材料の蒸発温度よりも低い
温度で、溶融又は昇華する材料からなる
　ことを特徴とする請求項６記載の有機ＥＬ素子用材料。
【請求項８】
　粉末状の有機ＥＬ材料を圧縮してなる固形材料又は粉末状の有機ＥＬ材料とワックス材
料を混合してなる固形材料をコーティング材料で被覆してなる
　ことを特徴とする有機ＥＬ素子用材料。
【請求項９】
　前記コーティング材料は、室温よりも高く、かつ、前記有機ＥＬ材料の蒸発温度よりも
低い温度で、昇華する材料からなる
　ことを特徴とする請求項８記載の有機ＥＬ素子用材料。
【請求項１０】
　有機ＥＬ材料を生成する工程と、
　前記有機ＥＬ材料をアンプルに封入する工程と
　を有することを特徴とする有機ＥＬ素子用材料の製造方法。
【請求項１１】
　粉末状の有機ＥＬ材料を生成する工程と、
　前記粉末状の有機ＥＬ材料を圧縮してなる固形材料又は前記粉末状の有機ＥＬ材料とワ
ックス材料を混合してなる固形材料をコーティング材料で被覆する工程と
　を有することを特徴とする有機ＥＬ素子用材料の製造方法。
【請求項１２】
　真空蒸着装置を用いて素子形成用基板上に有機層を形成する場合に、
　有機ＥＬ材料をアンプルに封入してなる有機ＥＬ素子用材料を蒸着源に投入する工程と
、
　前記蒸着源に投入した前記有機ＥＬ素子用材料を加熱して前記有機ＥＬ材料を蒸発させ
る工程と
　を有することを特徴とする有機ＥＬ素子の製造方法。
【請求項１３】
　前記有機ＥＬ素子用材料が投入された前記蒸着源の周辺の雰囲気を真空排気によって所



(3) JP 2009-252566 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

定の真空度まで減圧する過程で、前記アンプルを内外圧力差により開裂させることにより
、前記有機ＥＬ材料を露出させる
　ことを特徴とする請求項１２記載の有機ＥＬ素子の製造方法。
【請求項１４】
　真空蒸着装置を用いて素子形成用基板上に有機層を形成する場合に、
　粉末状の有機ＥＬ材料を圧縮してなる固形材料又は粉末状の有機ＥＬ材料とワックス材
料を混合してなる固形材料をコーティング材料で被覆してなる有機ＥＬ素子用材料を蒸着
源に投入する工程と、
　前記蒸着源に投入した前記有機ＥＬ素子用材料を加熱して前記有機ＥＬ材料を蒸発させ
る工程と
　を有することを特徴とする有機ＥＬ素子の製造方法。
【請求項１５】
　前記蒸着源を蒸着温度まで加熱する過程で、前記コーティング材料を昇華させることに
より、前記有機ＥＬ材料を露出させる
　ことを特徴とする請求項溝１４記載の有機ＥＬ素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ(Electro Luminescence)素子用材料、有機ＥＬ素子用材料の製造方
法、及び有機ＥＬ素子の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ素子は、素子形成用の基板上に有機ＥＬ材料からなる有機層を有する素子であ
る。有機ＥＬ素子は、例えば平面型の表示装置の一つである有機ＥＬ表示装置の主要な構
成要素となっている。有機ＥＬ表装置に用いられる有機ＥＬ素子は、一般に、有機層を上
下から電極（陽極および陰極）で挟み込む構造を持つ。そして、有機ＥＬ材料からなる有
機層に対して、陽極から正孔が、陰極から電子がそれぞれ注入され、その有機層にて正孔
と電子が再結合して発光が生じる仕組みになっている。
【０００３】
　ところで、有機ＥＬ素子の有機層を形成する有機ＥＬ材料は、耐水性が低く、ウエット
プロセスを利用できない。そのため、有機層を形成する際には、真空薄膜形成技術を利用
した真空蒸着を行なうのが一般的である。すなわち、有機層を形成するための有機ＥＬ素
子用の蒸着装置としては、真空チャンバ内に有機ＥＬ材料の蒸着源を備えたものが広く用
いられている。
【０００４】
　一般に、有機ＥＬ材料は粉末の形態で供給される。また、粉末の有機ＥＬ材料は、高気
密性の容器などに封入された状態で、輸送や保管がなされている。有機層を形成するにあ
たって、成膜材料となる有機ＥＬ材料は、できるだけ大気に曝すことなく、真空蒸着装置
の蒸着源（坩堝など）に注入して利用されることが望ましい。
【０００５】
　下記特許文献１には、粉末状の有機材料を圧縮して固体圧縮ペレットとし、この固体圧
縮ペレットを用いて真空蒸着装置により有機層の形成を行なう技術が記載されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－９１９２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、有機ＥＬ材料は、真空蒸着装置の蒸着源に投入するときに、粉末の形態
で取り扱われるため、坩堝等への注入作業時に大気に曝すことになる。このため、大気中
の水分や酸素等による有機ＥＬ材料の劣化や、有機ＥＬ材料への不純物の混入などが大き
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な問題となる。この対策としては、真空蒸着装置側に、粉末材料を大気に暴露させずに注
入できるような設備を付加すればよいが、これを実現するにはロードロック室や材料の真
空搬送システムなどを別途構築する必要がある。このため、設備コストの上昇や、装置の
複雑化に伴うメンテナンス経費の増加など、生産コストアップにつながる。また、有機Ｅ
Ｌ材料を高気密の容器に封入して輸送・保管等を行なっても、その容器を一度開封すると
、使い切らずに残った有機ＥＬ材料（残留品）の保管が不完全となり長期保存はできない
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の発明に係る有機ＥＬ素子用材料は、有機ＥＬ材料と、前記有機ＥＬ材料を封入し
てなるアンプルとを有することを特徴とするものである。この有機ＥＬ素子用材料は、有
機ＥＬ材料を生成する工程と、前記有機ＥＬ材料をアンプルに封入する工程とを有する製
造方法によって得られるものである。
【０００９】
　上記第１の発明に係る有機ＥＬ素子用材料においては、有機ＥＬ材料がアンプルによっ
て密封状態に保持されるため、仮に有機ＥＬ素子用材料を大気中に曝したとしても、有機
ＥＬ材料が大気暴露することはない。
【００１０】
　また、有機ＥＬ素子の製造方法として、真空蒸着装置を用いて素子形成用基板上に有機
層を形成する場合に、有機ＥＬ材料をアンプルに封入してなる有機ＥＬ素子用材料を蒸着
源に投入する工程と、前記蒸着源に投入した前記有機ＥＬ素子用材料を加熱して前記有機
ＥＬ材料を蒸発させる工程とを経て、有機ＥＬ素子を製造することにより、有機ＥＬ材料
を大気暴露させることなく、有機ＥＬ材料の真空蒸着を行なうことが可能となる。
【００１１】
　第２の発明に係る有機ＥＬ素子用材料は、粉末状の有機ＥＬ材料を圧縮してなる固形材
料又は粉末状の有機ＥＬ材料とワックス材料を混合してなる固形材料をコーティング材料
で被覆してなることを特徴とするものである。この有機ＥＬ素子用材料は、粉末状の有機
ＥＬ材料を生成する工程と、前記粉末状の有機ＥＬ材料を圧縮してなる固形材料又は前記
粉末状の有機ＥＬ材料とワックス材料を混合してなる固形材料をコーティング材料で被覆
する工程とを有する製造方法によって得られるものである。
【００１２】
　上記第２の発明に係る有機ＥＬ素子用材料においては、有機ＥＬ材料がコーティング材
料によって被覆されているため、仮に有機ＥＬ素子用材料を大気中に曝したとしても、有
機ＥＬ材料が大気暴露することはない。
【００１３】
　また、有機ＥＬ素子の製造方法として、真空蒸着装置を用いて素子形成用基板上に有機
層を形成する場合に、粉末状の有機ＥＬ材料を圧縮してなる固形材料又は粉末状の有機Ｅ
Ｌ材料とワックス材料を混合してなる固形材料をコーティング材料で被覆してなる有機Ｅ
Ｌ素子用材料を蒸着源に投入する工程と、前記蒸着源に投入した前記有機ＥＬ素子用材料
を加熱して前記有機ＥＬ材料を蒸発させる工程とを経て、有機ＥＬ素子を製造することに
より、有機ＥＬ材料を大気暴露させることなく、有機ＥＬ材料の真空蒸着を行なうことが
可能となる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、有機ＥＬ材料を大気暴露させることなく、規定量ずつの単位で取り扱
うことができる。このため、有機ＥＬ材料の取り扱いや管理が容易になる。
【００１５】
　また、真空蒸着装置を用いて有機ＥＬ素子を製造する場合は、有機ＥＬ材料を大気暴露
させることなく、有機ＥＬ材料の真空蒸着を行えるため、素子形成用基板上に良質な有機
膜を形成することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の具体的な実施の形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、
本発明の技術的範囲は以下に記述する実施の形態に限定されるものではなく、発明の構成
要件やその組み合わせによって得られる特定の効果を導き出せる範囲において、種々の変
更や改良を加えた形態も含む。
【００１７】
　図１は有機ＥＬ表示装置の構成例を示す断面図である。図示した有機ＥＬ表示装置１は
複数（多数）の有機ＥＬ素子２を用いて構成されるものである。有機ＥＬ素子２は、Ｒ（
赤），Ｇ（緑），Ｂ（青）の発光色の違いで単位画素ごとに区分されている。ただし、図
１では、そのうちの１つだけを示している。
【００１８】
　有機ＥＬ素子２は素子形成用基板３を用いて構成されている。素子形成用基板３上には
、図示しないスイッチング素子（例えば、薄膜トランジスタ）とともに、下部電極４、絶
縁層５、有機層６及び上部電極７が順に積層されている。さらに、上部電極７は保護層８
によって覆われ、この保護層８の上に接着層９を介して対向基板１０が配置されている。
有機ＥＬ素子２は、有機材料からなる有機層６を下部電極４と上部電極７でサンドイッチ
状に挟み込んだ構造になっている。
【００１９】
　素子形成用基板３と対向基板１０は、それぞれ透明なガラス基板によって構成されるも
のである。素子形成用基板３と対向基板１０は、それら２枚の基板の間に、下部電極４、
絶縁層５、有機層６、上部電極７、保護層８、接着層９を挟み込むかたちで、互いに対向
する状態に配置されている。
【００２０】
　下部電極４及び上部電極７は、一方がアノード電極となり、他方がカソード電極となる
。下部電極４は、有機ＥＬ表示装置１が上面発光型である場合には高反射性材料で構成さ
れ、有機ＥＬ表示装置１が透過型である場合は透明材料で構成される。
【００２１】
　ここでは、一例として、有機ＥＬ表示装置１が上面発光型で、下部電極４がアノード電
極である場合を想定している。この場合、下部電極４は、例えば銀（Ａｇ）、アルミニウ
ム（Ａｌ)、クロム（Ｃｒ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、銅（
Ｃｕ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、プラチナ（Ｐｔ）さらには金（Ａｕ）
のように、反射率の高い導電性材料、又はその合金で構成される。
【００２２】
　なお、有機ＥＬ表示装置１が上面発光型で、下部電極４がカソード電極である場合は、
下部電極４は、例えばアルミニウム（Ａｌ）,インジウム（Ｉｎ）,マグネシウム（Ｍｇ）
－銀(Ａｇ)合金,リチウム(Ｌｉ)－フッ素(Ｆ)化合物、リチウム-酸素（Ｏ）化合物のよう
に、仕事関数が小さく、かつ、光反射率の高い導電性材料で構成される。
【００２３】
　また、有機ＥＬ表示装置１が透過型で、下部電極４がアノード電極である場合は、下部
電極４は、例えばＩＴＯ(Ｉｎｄｉｕｍ－Ｔｉｎ－Ｏｘｉｄｅ)やＩＺＯ（Ｉｎｉｄｉｕｍ
－Ｚｉｎｃ－Ｏｘｉｄｅ）のように、透過率の高い導電性材料で構成される。また、有機
ＥＬ表示装置１が透過型で、下部電極４がカソード電極である場合は、下部電極４は、仕
事関数が小さく、かつ、光透過率の高い導電性材料で構成される。
【００２４】
　絶縁層５は、下部電極４の周辺部を覆う状態で素子形成用基板３の上面に形成されてい
る。絶縁層５には単位画素ごとに窓が形成されており、この窓の開口部分で下部電極４が
露出している。絶縁層５は、例えばポリイミドやフォトレジスト等の有機絶縁材料や、酸
化シリコンのような無機絶縁材料を用いて形成されるものである。
【００２５】
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　有機層６は、有機ＥＬ材料を用いて形成されている。有機層６は、例えば図２に示すよ
うに、素子形成用基板３側から順に、正孔注入層６１、正孔輸送層６２、発光層６３（６
３ｒ，６３ｇ，６３ｂ）及び電子輸送層６４を積層した４層の積層構造を有するものであ
る。
【００２６】
　正孔注入層６１は、例えば、ｍ－ＭＴＤＡＴＡ〔4,4,4 -tris(3-methylphenylphenylam
ino)triphenylamine〕によって形成されるものである。正孔輸送層６２は、例えば、α－
ＮＰＤ[4,4-bis(N-1-naphthyl-N-phenylamino)biphenyl]によって形成されるものである
。なお、材料はこれに限定されず、例えばベンジジン誘導体、スチリルアミン誘導体、ト
リフェニルメタン誘導体、ヒドラゾン誘導体などの正孔輸送材料を用いることができる。
また、正孔注入層６１及び正孔輸送層６２は、それぞれ複数層からなる積層構造であって
もよい。
【００２７】
　発光層６３は、ＲＧＢの色成分ごとに異なる有機発光材料によって形成されるものであ
る。具体的には、赤色発光層６３ｒは、例えば、ホスト材料となるＡＤＮに、ドーパント
材料として２，６≡ビス［（４’≡メトキシジフェニルアミノ）スチリル］≡１，５≡ジ
シアノナフタレン（ＢＳＮ）を３０重量％混合したものにより構成される。緑色発光層６
３ｇは、例えば、ホスト材料となるＡＤＮに、ドーパント材料としてクマリン６を５重量
％混合したものにより構成される。青色発光層６３ｂは、例えば、ゲスト材料となるＡＤ
Ｎに、ドーパント材料として４，４’≡ビス［２≡｛４≡（Ｎ，Ｎ≡ジフェニルアミノ）
フェニル｝ビニル］ビフェニル（ＤＰＡＶＢｉ）を２．５重量％混合したものにより構成
される。各色の発光層６３ｒ，６３ｇ，６３ｂは、画素の色配列に応じてマトリクス状に
配置される。
【００２８】
　電子輸送層６４は、例えば、８≡ヒドロキシキノリンアルミニウム（Ａｌｑ3 ）によっ
て形成されるものである。なお、有機層６については、ここで例示する４層の構造に限ら
ず、少なくとも発光層を含む層であればよい。例えば、上述した４層（正孔注入層、正孔
輸送層、発光層、電子輸送層）の構造以外にも、図示しない電子注入層を加えた５層の構
造であってもよいし、それよりも層数が少ない又は多い構造であってもよい。
【００２９】
　上部電極７は、有機ＥＬ表示装置１が上面発光型である場合は、透明又は半透明の導電
性材料で構成され、有機ＥＬ表示装置１が透過型である場合は、高反射性材料で構成され
る。
【００３０】
　以上の素子形成用基板３、下部電極４、絶縁層５、有機層６、上部電極７により、有機
ＥＬ素子２（赤色有機ＥＬ素子２ｒ、緑色有機ＥＬ素子２ｇ、青色有機ＥＬ素子２ｂ）が
構成されている。
【００３１】
　保護層８は、上部電極７や有機層６への水分の到達を防止するなどの目的で形成される
ものである。このため、保護層８は、透水性及び吸水性の低い材料を用いて十分な膜厚で
形成される。また、保護層８は、有機ＥＬ表示装置１が上面発光型である場合には、有機
層６で発光させた光を透過させる必要があるため、例えば８０％程度の光透過率を有する
材料で構成される。
【００３２】
　また、上部電極７を金属薄膜で形成し、この金属薄膜の上に直接、絶縁性の保護層８を
形成するものとすると、保護層８の形成材料として、無機アモルファス性の絶縁性材料、
例えばアモルファスシリコン（α－Ｓｉ）、アモルファス炭化シリコン（α－ＳｉＣ）、
アモルファス窒化シリコン（α－Ｓｉ1-x Ｎx ）、さらにはアモルファスカーボン（α－
Ｃ）等を好適に用いることができる。このような無機アモルファス性の絶縁性材料は、グ
レインを構成しないため透水性が低く、良好な保護層８となる。
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【００３３】
　接着層９は、例えばＵＶ（紫外線）硬化型樹脂によって形成されるものである。接着層
９は、対向基板１０を固着させるためのものである。
【００３４】
　なお、ここでの図示は省略したが、このような構成の有機ＥＬ表示装置１にカラーフィ
ルタを組み合わせて設ける場合には、ＲＧＢの各色に対応する有機ＥＬ素子２ｒ，２ｇ，
２ｂから発せられる発光のスペクトルのピーク波長近傍の光のみを透過するカラーフィル
タを、各色の有機ＥＬ素子２ｒ，２ｇ，２ｂの光取り出し面側に設けることになる。
【００３５】
　図３は本発明の第１の実施の形態に係る有機ＥＬ素子用材料を示すもので、（Ａ）は正
面図、（Ｂ）は側面図である。図示した有機ＥＬ素子用材料１１は、粉末状の有機ＥＬ材
料１２をアンプル１３に封入した構成となっている。アンプル１３は、例えば直径が１ｃ
ｍ、長さが５ｃｍ程度の断面円形の筒状（カプセル形状）に形成され、両端は半球状にな
っている。アンプル１３は、例えばガラス製の小型容器からなるもので、その肉厚は例え
ば０．１～１．０ｍｍの範囲に設定されている。アンプル１３の材質は、アンプル１３の
内部に封入した有機ＥＬ材料１２の特性劣化を防止するうえで必要とされる気密性や水密
性を確保できるようであれば、ガラス製以外のものでもよい。ただし、アンプル１３には
、後述する有機ＥＬ材料の真空蒸着に際して、所定の内外圧力差が生じたときに自ら開裂
する自己開裂特性が要求されるため、この要求を満足する程度の機械的強度を有すること
が必要となる。
【００３６】
　アンプル１３の中には、粉末状の有機ＥＬ材料１２とともに不活性ガスを封入すること
が望ましい。アンプル１３内に不活性ガスと一緒に有機ＥＬ材料１２を封入すれば、有機
ＥＬ材料の劣化を抑えることができる。また、そのための不活性ガスとしては、例えば、
窒素、アルゴン、キセノンなどを利用することができる。
【００３７】
　また、アンプル１３に有機ＥＬ材料１２を封入する際の内圧（封入内圧）は、１気圧を
下回る程度であることが望ましい。また、保存・輸送中のアンプル１３の開裂を防止する
ために、有機ＥＬ材料１２を封入したアンプル１３をポリマーフィルムなどで真空パッキ
ングすることが望ましい。
【００３８】
　アンプル１３の外表面には溝１４が形成されている。溝１４は、アンプル１３の表面を
細く削るかたちで形成されている。このため、溝１４を形成する場合と形成しない場合で
比較すると、アンプル１３の機械的な強度は、前者（溝を形成する場合）の方が弱くなる
。溝１４は、図示のように、アンプル１３の軸方向に沿って一直線状に形成してもよいし
、アンプル１３の円周方向に沿って一直線状に形成してもよい。溝１４の入れ方（深さ、
長さ、形状など）は、アンプル１３の自己開裂特性に大きな影響を与える。このため、本
発明を実施する場合は、後述する有機ＥＬ材料の真空蒸着に際して、アンプル１３の内外
圧力差がどの程度のレベルになったときにアンプル１３を開裂させたいかによって、溝１
４の入れ方を決めればよい。
【００３９】
　特に、アンプル１３の外表面に細かく交差するように複数の溝１４を形成しておけば、
アンプ１３を細かい破片にして開裂させることができる。このため、真空蒸着装置の蒸着
源となる坩堝内に所定数量の有機ＥＬ素子用材料１１を投入して真空蒸着を行なう場合に
、真空チャンバからの真空排気に伴うアンプル１３の開裂と同時に有機ＥＬ材料１２を坩
堝内に露出させ、そこから加熱によって蒸発させることができる。したがって、アンプル
１３の開裂が有機ＥＬ材料１２の加熱蒸発に与える影響を小さく抑えることができる。
【００４０】
　上記構成からなる有機ＥＬ素子用材料１１を製造する場合は、まず、粉末状の有機ＥＬ
材料１２を生成する工程が必要になる。この生成工程では、原料となる有機ＥＬ材料を耐
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熱性容器で囲まれた所定の空間に収容し、この収容空間を加熱することにより、有機ＥＬ
材料を蒸発させる。そして、収容空間から蒸発して浮遊する有機ＥＬ材料を、当該収容空
間から管路で導出された生成部に引き込むことにより、当該生成部に粉末状の有機ＥＬ材
料１２を溜める。
【００４１】
　その場合、上記生成部にアンプル１３を配置し、このアンプル１３の中に規定量の有機
ＥＬ材料１２を溜め込んだ段階で、アンプル１３の両端を半球状に封着することにより、
有機ＥＬ材料１２をアンプル１３に封入する。
【００４２】
　このため、上記生成部に順に新しい空のアンプル１３を配置して、有機ＥＬ材料１２の
生成と封入を繰り返すことにより、上記図３に示す有機ＥＬ素子用材料１１が次々に得ら
れることになる。また、これ以外にも、上記生成部で生成した粉末状の有機ＥＬ材料１２
を、大気暴露させない空間で、例えば少なくともアンプル１３よりも大きいガラス等の容
器に収容し、その容器から規定量ずつ有機ＥＬ材料１２を取り分けて、個々のアンプル１
３に封入してもよい。
【００４３】
　次に、本発明の第１の実施の形態に係る有機ＥＬ素子の製造方法として、上記の有機Ｅ
Ｌ素子用材料１１を用いて、素子形成用基板上に有機層を形成する場合の方法について説
明する。
【００４４】
　素子形成用基板に対する有機膜の形成は真空蒸着装置を用いて行なう。真空蒸着装置は
、真空排気によって所定の真空度に減圧された真空チャンバ内に配置された蒸着源を加熱
することにより、蒸着源から成膜材料（ここでは有機ＥＬ材料）を蒸発させて基板（ここ
では素子形成用基板）に付着させるものである。この真空蒸着を行なうにあっては、まず
、成膜材料となる有機ＥＬ材料１２をアンプル１３に封入してなる有機ＥＬ素子用材料１
１を、所定の数量（個数）だけ蒸着源（例えば、坩堝など）に投入する。蒸着源への材料
の投入は、有機ＥＬその際、有機ＥＬ素子用材料１１の投入数量は、蒸着源の大きさ（収
容可能容積）や、アンプル１３一個当たりの有機ＥＬ材料１２の封入量などによって調整
すればよい。
【００４５】
　次に、真空チャンバ内の雰囲気（蒸発源の周辺の雰囲気を含む）を所定の真空度の減圧
雰囲気とするために、真空チャンバの真空排気を行なう。そうすると、真空排気の過程で
、アンプル１３の内外圧力差が所定のレベル、例えば０．５気圧以上となったときに、当
該内外圧力差によってアンプル１３が開裂する。このため、それまでアンプル１３に封入
されていた有機ＥＬ材料１２が露出した状態（密封を解かれた状態）となる。その際、予
めアンプル１３の表面に溝１４を形成しておけば、アンプル１３が溝１４に沿って開裂す
る。このため、蒸着源に所定数量の有機ＥＬ素子用材料１１を投入してある場合に、溝１
４による開裂の促進作用によって、各々のアンプル１３を所望の減圧レベルで一斉に開裂
させることができる。
【００４６】
　その後、真空チャンバ内が所定の真空度まで減圧されたら、その減圧雰囲気で蒸着源と
そこに投入されている有機ＥＬ素子用材料（開裂済み）１１を加熱することにより、蒸着
源から有機ＥＬ材料１２を蒸発させる。こうして蒸発した有機ＥＬ材料１２は、蒸着源に
対向して配置された素子形成用基板の表面に付着する。これにより、素子形成用基板上に
有機膜が形成されることになる。
【００４７】
　その際、有機ＥＬ素子用材料１１の構成としてアンプル１３を前述したようにガラス製
としておけば、有機ＥＬ材料１２の蒸発に必要される加熱温度（蒸着温度）に対して、開
裂したアンプル１３の破片が溶け出したり揮発したりすることがない。このため、蒸着源
の中で開裂したアンプル１３が有機膜の膜質に悪影響を与える恐れがない。
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【００４８】
　本発明の第１の実施の形態においては、有機ＥＬ材料を保管・輸送するにあたって、ア
ンプル１３の中に粉末状の有機ＥＬ材料１２を密封した状態で、有機ＥＬ素子用材料１１
を取り扱うことができる。このため、材料の保管・管理が容易になるとともに、長期の保
存に伴う材料の劣化も効果的に抑制することができる。また、実際に有機ＥＬ素子用材料
１１を有機膜の形成に使用する場合は、真空チャンバが減圧雰囲気になるまで有機ＥＬ材
料１２がアンプル１３で密封された状態に維持されるため、有機ＥＬ材料を大気中に暴露
することなく、有機ＥＬ素子の製造工程（真空蒸着装置の蒸着源）に材料を投入すること
ができる。その際、有機ＥＬ素子の製造工程への材料投入作業が、実質的に、粉末状の材
料を供給する作業から、アンプル単位（塊）で供給する作業に変わるため、作業性が大幅
に向上することになる。
【００４９】
　また、有機ＥＬ素子用材料１１の一個当たりに占める有機ＥＬ材料１２の質量を、当該
有機ＥＬ素子用材料１１の製造時に予め正確に規定することが容易であるため、蒸着源へ
の材料投入量の管理がきわめて簡便になる。また、蒸着源となる坩堝等に材料を投入する
際に、粉末状材料のように蒸着源からこぼれたり飛散したりすることがないため、蒸着源
に投入した有機ＥＬ材料を無駄なく利用することができる。さらに、粉末状の有機ＥＬ材
料を取り扱う場合は、その粉末を作業者が吸引してしまうことで安全衛生上の問題が生じ
るものの、上記の有機ＥＬ素子用材料１１を取り扱う場合は、そのような問題が生じるこ
とはない。
【００５０】
　図４は本発明の第２の実施の形態に係る有機ＥＬ素子用材料を示す図であり、（Ａ）は
製造完了時の状態，（Ｂ）は製造途中の状態を示している。図示した有機ＥＬ素子用材料
１１は、上記第１の実施の形態と同様に、粉末状の有機ＥＬ材料１２をアンプル１３に封
入した構成となっているが、アンプル１３の構造が異なっている。
【００５１】
　すなわち、この第２の実施の形態で採用しているアンプル１３は、図４（Ｂ）に示すよ
うに、二つの容器半体１３Ａ，１３Ｂを組み合わせたものとなっている。アンプル１３の
平面視形状は、円形でも、楕円形でも、多角形（四角形、六角形等）でもよい。また、一
つのアンプル１３を構成する容器半体の個数は二つ以上（三つ、四つなど）であってもよ
いが、ここでは一例として二つの容器半体１３Ａ，１３Ｂを組み合わせる場合について説
明する。
【００５２】
　各々の容器半体１３Ａ，１３Ｂの材質は、前述したガラスなどのように、蒸着温度で溶
け出したり揮発したりしない材料であればよく、例えばタングステンなどの高融点金属で
あってもよい。容器半体１３Ａ，１３Ｂは、互いに同じ構造（形状、大きさ）になってい
る。容器半体１３Ａ，１３Ｂは、それぞれ凹部１４Ａ，１４Ｂとシール部１５Ａ，１５Ｂ
とを有している。凹部１４Ａ，１４Ｂは、容器半体１３Ａ，１３Ｂ同士を組み合わせたと
きに有機ＥＬ材料１２の封入空間を形成するもので、シール部１５Ａ，１５Ｂは、その封
入空間を密封するためのものである。
【００５３】
　シール部１５Ａ，１５Ｂは、容器半体１３Ａ，１３Ｂの凹部１４Ａ，１４Ｂを取り囲む
外周部に鍔状に設けられている。シール部１５Ａ，１５Ｂは、容器半体１３Ａ，１３Ｂを
組み合わせるときに、互いに対向する状態で密着（面的に接触）する密着面を有する。こ
の密着面は、シール部１５Ａ，１５Ｂ同士の密着性、ひいてはアンプル１３の気密性や水
密性を高めるために、平滑化処理されていることが望ましい。シール部１５Ａ，１５Ｂ同
士の密着は、例えばアンプル１３の内圧が大気圧以下（例えば、０．５気圧程度）となる
ように、減圧した雰囲気中で容器半体１３Ａ，１３ｂを張り合わせ、その後、アンプル１
３を大気圧中に置くことにより、外部から加わる大気圧を利用して圧着させる方式を採用
することが可能である。



(10) JP 2009-252566 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

【００５４】
　また、密着性をさらに上げるために、二つの容器半体１３Ａ，１３Ｂをシーリング材を
用いて密着させてもよい。シーリング材は、シール部１５Ａ，１５Ｂの各密着面に供給（
塗布等）して用いる。シーリング材としては、室温よりも高く、かつ、有機ＥＬ材料の蒸
発温度よりも低い温度で、溶融又は昇華する材料であることが望ましい。ここで記述する
室温とは０～３０℃の範囲の温度をいう。また、有機ＥＬ材料の蒸発温度とは、蒸着温度
として適用される３００～４００℃の範囲の温度をいう。このため、容器半体１３Ａ，１
３Ｂの張り合わせに用いるシーリング材としては、３０℃よりも高く、かつ、３００℃よ
りも低い温度で、溶融又は昇華する材料（例えば、パラフィン、ワックス、低融点金属な
ど）であることが望ましいものとなる。また、昇華する材料については、素子形成用基板
への付着等によって有機膜の膜質に悪影響を与えないものが望ましい。
【００５５】
　上記構成からなる有機ＥＬ素子用材料１１を製造する場合は、まず、上記第１の実施の
形態と同様の手法で粉末状の有機ＥＬ材料１２を生成する。すなわち、原料となる有機Ｅ
Ｌ材料を耐熱性容器で囲まれた所定の空間に収容し、この収容空間を加熱することにより
、有機ＥＬ材料を蒸発させる。そして、収容空間から蒸発して浮遊する有機ＥＬ材料を、
当該収容空間から管路で導出された生成部に引き込むことにより、当該生成部に粉末状の
有機ＥＬ材料１２を溜める。
【００５６】
　次に、上記生成部で生成した粉末状の有機ＥＬ材料１２を、例えば上記第１の実施の形
態と同様に、大気暴露させない空間で、少なくともアンプル１３よりも大きいガラス等の
容器に収容し、その容器から規定量ずつ有機ＥＬ材料１２を取り分けて、一方（下側）の
容器半体１３Ａの凹部１４Ａに入れる。その後、容器半体１３Ａの上から容器半体１３Ｂ
を被せるようにして、それらを張り合わせることにより、有機ＥＬ材料１２をアンプル１
３に封入する。このとき、必要に応じて、シーリング材を用いてもよい。このような製造
方法で得られる有機ＥＬ素子用材料１１を保管する場合は、長期保存による有機ＥＬ材料
１２の劣化を抑えるために、不活性ガスを大気圧中で封入した、少なくともアンプル１３
よりも容積の大きい高気密性の容器に入れて保管することが望ましい。
【００５７】
　次に、本発明の第２の実施の形態に係る有機ＥＬ素子の製造方法として、上記の有機Ｅ
Ｌ素子用材料１１を用いて、素子形成用基板上に有機層を形成する場合の方法について説
明する。
【００５８】
　素子形成用基板に対する有機膜の形成は真空蒸着装置を用いて行なうが、この真空蒸着
を行なうにあっては、まず、成膜材料となる粉末状の有機ＥＬ材料１２をアンプル１３に
封入してなる有機ＥＬ素子用材料１１を、所定の数量（個数）だけ蒸着源（例えば、坩堝
など）に投入する。蒸着源への材料の投入は、大気中で行なってもよい。その際、有機Ｅ
Ｌ素子用材料１１の投入数量は、蒸着源の大きさ（収容可能容積）や、アンプル１３一個
当たりの有機ＥＬ材料１２の封入量などによって調整すればよい。
【００５９】
　次に、真空チャンバ内の雰囲気を所定の真空度の減圧雰囲気とするために、真空チャン
バの真空排気を行なう。そうすると、真空排気の過程で、アンプル１３の内圧がその外圧
（真空チャンバーの内圧）よりも高くなるため、当該内外圧力差により、アンプル１３を
構成している二つの容器半体１３Ａ，１３ｂが分離する。このため、それまでアンプル１
３に封入されていた有機ＥＬ材料１２が露出した状態（密封を解かれた状態）となる。
【００６０】
　その後、真空チャンバ内が所定の真空度まで減圧されたら、その減圧雰囲気で蒸着源と
そこに投入されている有機ＥＬ素子用材料（分離済み）１１を加熱することにより、蒸着
源から有機ＥＬ材料１２を蒸発させる。こうして蒸発した有機ＥＬ材料１２は、蒸着源に
対向して配置された素子形成用基板の表面に付着する。これにより、素子形成用基板上に
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有機膜が形成されることになる。
【００６１】
　その際、有機ＥＬ素子用材料１１の構成としてアンプル１３を前述したようにガラス製
や金属製としておけば、有機ＥＬ材料１２の蒸発に必要される加熱温度に対して、分離し
た容器半体１３Ａ，１３Ｂが溶け出したり揮発したりすることがない。このため、蒸着源
の中で分離した容器半体１３Ａ，１３Ｂが有機膜の膜質に悪影響を与える恐れがない。
【００６２】
　本発明の第２の実施の形態においては、有機ＥＬ材料を保管・輸送するにあたって、ア
ンプル１３の中に粉末状の有機ＥＬ材料１２を密封した状態で、有機ＥＬ素子用材料１１
を取り扱うことができる。このため、材料の保管・管理が容易になるとともに、長期の保
存に伴う材料の劣化も効果的に抑制することができる。また、実際に有機ＥＬ素子用材料
１１を有機膜の形成に使用する場合は、真空チャンバが減圧雰囲気になるまで有機ＥＬ材
料１２がアンプル１３で密封された状態に維持されるため、有機ＥＬ材料を大気中に暴露
することなく、有機ＥＬ素子の製造工程（真空蒸着装置の蒸着源）に材料を投入すること
ができる。その際、有機ＥＬ素子の製造工程への材料投入作業が、実質的に、粉末状の材
料を供給する作業から、アンプル単位（塊）で供給する作業に変わるため、作業性が大幅
に向上することになる。
【００６３】
　また、有機ＥＬ素子用材料１１の一個当たりに占める有機ＥＬ材料１２の質量を、当該
有機ＥＬ素子用材料１１の製造時に予め正確に規定することが容易であるため、蒸着源へ
の材料投入量の管理がきわめて簡便になる。また、蒸着源となる坩堝等に材料を投入する
際に、粉末状材料のように蒸着源からこぼれたり飛散したりすることがないため、蒸着源
に投入した有機ＥＬ材料を無駄なく利用することができる。さらに、粉末状の有機ＥＬ材
料を取り扱う場合は、その粉末を作業者が吸引してしまうことで安全衛生上の問題が生じ
るものの、上記の有機ＥＬ素子用材料１１を取り扱う場合は、そのような問題が生じるこ
とはない。
【００６４】
　図５は本発明の第３の実施の形態に係る有機ＥＬ素子用材料を示す図である。図示した
有機ＥＬ素子用材料１１は、上記第２の実施の形態と同様に、粉末状の有機ＥＬ材料１２
をアンプル１３に封入した構成で、アンプル１３が二つの容器半体１３Ａ，１３Ｂを組み
合わせた構造になっているが、各々の容器半体１３Ａ，１３Ｂの構造が異なっている。
【００６５】
　すなわち、この第３の実施の形態で採用しているアンプル１３は、図５に示すように、
それぞれカプセル形状をなす二つの容器半体１３Ａ，１３Ｂを組み合わせたものとなって
いる。各々の容器半体１３Ａ，１３Ｂは、両者の組み合わせによって有機ＥＬ材料１２の
封入空間を形成する凹部１４Ａ，１４Ｂを有するもので、それぞれ軸方向の一方を半球状
に閉じ、他方を円形に開口した筒状の構造になっている。
【００６６】
　二つの容器半体１３Ａ，１３Ｂは入れ子の関係で組み合わせられている。具体的には、
相対的に大径の容器半体１３Ａと、相対的に小径の容器半体１３Ｂとを、互いの開口部（
シール部１５Ａ，１５Ｂ）を嵌め合わせた状態で、当該嵌合部分を密着させた構成となっ
ている。各々の容器半体１３Ａ，１３Ｂの材質は、上記第２の実施の形態と同様に、蒸着
温度で溶け出したり揮発したりしない材料であればよく、例えばガラスや高融点金属など
を適用可能である。二つの容器半体１３Ａ，１３Ｂのシール部１５Ａ，１５Ｂ同士を密着
させる方式としては、上記第２の実施の形態と同様の方式を採用すればよい。
【００６７】
　上記構成からなる有機ＥＬ素子用材料１１を製造する場合は、まず、上記第１の実施の
形態及び第２の実施の形態と同様の手法で粉末状の有機ＥＬ材料１２を生成する。すなわ
ち、原料となる有機ＥＬ材料を耐熱性容器で囲まれた所定の空間に収容し、この収容空間
を加熱することにより、有機ＥＬ材料を蒸発させる。そして、収容空間から蒸発して浮遊
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する有機ＥＬ材料を、当該収容空間から管路で導出された生成部に引き込むことにより、
当該生成部に粉末状の有機ＥＬ材料１２を溜める。
【００６８】
　次に、上記生成部で生成した粉末状の有機ＥＬ材料１２を、例えば上記第２の実施の形
態と同様に、大気暴露させない空間で、少なくともアンプル１３よりも大きいガラス等の
容器に収容し、その容器から規定量ずつ有機ＥＬ材料１２を取り分けて、一方（大径側）
の容器半体１３Ａの凹部１４Ａに入れる。その後、容器半体１３Ａのシール部１５Ａに容
器半体１３Ｂのシール部１５Ｂを嵌め込むようにして、それらを入れ子で組み合わせるこ
とにより、有機ＥＬ材料１２をアンプル１３に封入する。このとき、必要に応じて、シー
リング材を用いてもよい。このような製造方法で得られる有機ＥＬ素子用材料１１を保管
する場合は、上記第２の実施の形態と同様に、長期保存による有機ＥＬ材料１２の劣化を
抑えるために、不活性ガスを大気圧中で封入した、少なくともアンプル１３よりも容積の
大きい高気密性の容器に入れて保管することが望ましい。
【００６９】
　次に、本発明の第３の実施の形態に係る有機ＥＬ素子の製造方法として、上記の有機Ｅ
Ｌ素子用材料１１を用いて、素子形成用基板上に有機層を形成する場合の方法について説
明する。
【００７０】
　素子形成用基板に対する有機膜の形成は真空蒸着装置を用いて行なうが、この真空蒸着
を行なうにあっては、まず、成膜材料となる粉末状の有機ＥＬ材料１２をアンプル１３に
封入してなる有機ＥＬ素子用材料１１を、所定の数量（個数）だけ蒸着源（例えば、坩堝
など）に投入する。蒸着源への材料の投入は、大気中で行なってもよい。その際、有機Ｅ
Ｌ素子用材料１１の投入数量は、蒸着源の大きさ（収容可能容積）や、アンプル１３一個
当たりの有機ＥＬ材料１２の封入量などによって調整すればよい。
【００７１】
　次に、真空チャンバ内の雰囲気を所定の真空度の減圧雰囲気とするために、真空チャン
バの真空排気を行なう。そうすると、真空排気の過程で、アンプル１３の内圧がその外圧
（真空チャンバーの内圧）よりも高くなるため、当該内外圧力差により、アンプル１３を
構成している二つの容器半体１３Ａ，１３ｂが分離する。このため、それまでアンプル１
３に封入されていた有機ＥＬ材料１２が露出した状態（密封を解かれた状態）となる。
【００７２】
　その後、真空チャンバ内が所定の真空度まで減圧されたら、その減圧雰囲気で蒸着源と
そこに投入されている有機ＥＬ素子用材料（分離済み）１１を加熱することにより、蒸着
源から有機ＥＬ材料１２を蒸発させる。こうして蒸発した有機ＥＬ材料１２は、蒸着源に
対向して配置された素子形成用基板の表面に付着する。これにより、素子形成用基板上に
有機膜が形成されることになる。
【００７３】
　その際、有機ＥＬ素子用材料１１の構成としてアンプル１３を前述したようにガラス製
や金属製としておけば、有機ＥＬ材料１２の蒸発に必要される加熱温度に対して、分離し
た容器半体１３Ａ，１３Ｂが溶け出したり揮発したりすることがない。このため、蒸着源
の中で分離した容器半体１３Ａ，１３Ｂが有機膜の膜質に悪影響を与える恐れがない。
【００７４】
　本発明の第３の実施の形態においては、有機ＥＬ材料を保管・輸送するにあたって、ア
ンプル１３の中に粉末状の有機ＥＬ材料１２を密封した状態で、有機ＥＬ素子用材料１１
を取り扱うことができる。このため、材料の保管・管理が容易になるとともに、長期の保
存に伴う材料の劣化も効果的に抑制することができる。また、実際に有機ＥＬ素子用材料
１１を有機膜の形成に使用する場合は、真空チャンバが減圧雰囲気になるまで有機ＥＬ材
料１２がアンプル１３で密封された状態に維持されるため、有機ＥＬ材料を大気中に暴露
することなく、有機ＥＬ素子の製造工程（真空蒸着装置の蒸着源）に材料を投入すること
ができる。その際、有機ＥＬ素子の製造工程への材料投入作業が、実質的に、粉末状の材
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料を供給する作業から、アンプル単位（塊）で供給する作業に変わるため、作業性が大幅
に向上することになる。
【００７５】
　また、有機ＥＬ素子用材料１１の一個当たりに占める有機ＥＬ材料１２の質量を、当該
有機ＥＬ素子用材料１１の製造時に予め正確に規定することが容易であるため、蒸着源へ
の材料投入量の管理がきわめて簡便になる。また、蒸着源となる坩堝等に材料を投入する
際に、粉末状材料のように蒸着源からこぼれたり飛散したりすることがないため、蒸着源
に投入した有機ＥＬ材料を無駄なく利用することができる。さらに、粉末状の有機ＥＬ材
料を取り扱う場合は、その粉末を作業者が吸引してしまうことで安全衛生上の問題が生じ
るものの、上記の有機ＥＬ素子用材料１１を取り扱う場合は、そのような問題が生じるこ
とはない。
【００７６】
　図６は本発明の第４の実施の形態に係る有機ＥＬ素子用材料を示す図である。図示した
有機ＥＬ素子用材料２１は、粉末状の有機ＥＬ材料を圧縮してなる固形材料２２をコーテ
ィング材料２３で被覆した構造になっている。固形材料２２は球状に形成されており、そ
の外周面のすべてをコーティング材料２３で覆っている。
【００７７】
　コーティング材料２３としては、室温で固体の状態を維持し、かつ有機ＥＬ材料に対す
る活性度が低い材料が望ましく、例えばパラフィンやワックス系の材料を用いることがで
きる。コーティング材料２３は、有機ＥＬ材料の蒸発温度（蒸着温度）よりも十分に低い
温度で昇華する特性を有するものを用いる。
【００７８】
　上記構成からなる有機ＥＬ素子用材料１１を製造する場合は、まず、上記第１の実施の
形態及び第２の実施の形態と同様の手法で粉末状の有機ＥＬ材料１２を生成する。すなわ
ち、原料となる有機ＥＬ材料を耐熱性容器で囲まれた所定の空間に収容し、この収容空間
を加熱することにより、有機ＥＬ材料を蒸発させる。そして、収容空間から蒸発して浮遊
する有機ＥＬ材料を、当該収容空間から管路で導出された生成部に引き込むことにより、
当該生成部に粉末状の有機ＥＬ材料を溜める。
【００７９】
　次に、上記生成部で生成した粉末状の有機ＥＬ材料を、大気暴露させない空間で、ガラ
ス等の容器に収容し、その容器から規定量ずつ有機ＥＬ材料を取り分けて、当該規定量の
有機ＥＬ材料を圧縮成形により球状に固めて固形材料２２を作り込む。
【００８０】
　次に、固形材料２２をコーティング材料２３で被覆する。具体的なコーティング方法と
しては、固形材料２２の外面をすべて包み込む形態で被覆できる手法であれば、どのよう
な方法を採用してもよい。ただし、コーティング材料２３の厚さが厚くなると、それに応
じて有機ＥＬ素子用材料２１の一個当たりに占める有機ＥＬ材料の割合（質量）が少なく
なる。このため、所望の気密性と水密性を保持し得る範囲で、固形材料２２の外面をコー
ティング材料２３で薄く均一に被覆することが望ましい。
【００８１】
　次に、本発明の第４の実施の形態に係る有機ＥＬ素子の製造方法として、上記の有機Ｅ
Ｌ素子用材料２１を用いて、素子形成用基板上に有機層を形成する場合の方法について説
明する。
【００８２】
　素子形成用基板に対する有機膜の形成は真空蒸着装置を用いて行なうが、真空蒸着を行
なうにあっては、まず、成膜材料とな固形材料（有機ＥＬ材料）２２をコーティング材料
２３で被覆してなる有機ＥＬ素子用材料２１を、所定の数量だけ蒸着源（例えば、坩堝な
ど）に投入する。蒸着源への材料の投入は、大気中で行なってもよい。その際、有機ＥＬ
素子用材料２１の投入数量は、蒸着源の大きさ（収容可能容積）や、材料一個当たりの有
機ＥＬ材料の質量などによって調整すればよい。
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【００８３】
　次に、真空チャンバ内の雰囲気を所定の真空度の減圧雰囲気とするために、真空チャン
バの真空排気を行ない、真空チャンバ内が所定の真空度まで減圧されたら、その減圧雰囲
気で蒸着源とそこに投入されている有機ＥＬ素子用材料２１を加熱する。そうすると、蒸
着源での加熱温度が蒸着温度に達するまでの過程で、固形材料２２を被覆しているコーテ
ィング材料２３が昇華する。このため、それまでコーティング材料２３で被覆されていた
固形材料（有機ＥＬ材料）２２が露出した状態となる。
【００８４】
　その後、蒸着源での加熱温度が蒸着温度に達すると、そこに投入されている固形材料２
２を形成している有機ＥＬ材料が蒸発する。こうして蒸発した有機ＥＬ材料は、蒸着源に
対向して配置された素子形成用基板の表面に付着する。これにより、素子形成用基板上に
有機膜が形成されることになる。
【００８５】
　本発明の第４の実施の形態においては、有機ＥＬ材料を保管・輸送するにあたって、有
機ＥＬ材料からなる固形材料２２をコーティング材料２３で被覆した状態で、有機ＥＬ素
子用材料２１を取り扱うことができる。このため、材料の保管・管理が容易になるととも
に、長期の保存に伴う材料の劣化も効果的に抑制することができる。また、実際に有機Ｅ
Ｌ素子用材料２１を有機膜の形成に使用する場合は、真空チャンバが減圧雰囲気となって
蒸着源の加熱がなされるまで固形材料２２がコーティング材料２３で被覆された状態に維
持されるため、有機ＥＬ材料を大気中に暴露することなく、有機ＥＬ素子の製造工程（真
空蒸着装置の蒸着源）に材料を投入することができる。その際、有機ＥＬ素子の製造工程
への材料投入作業が、実質的に、粉末状の材料を供給する作業から、ある大きさの固形物
単位（塊）で供給する作業に変わるため、作業性が大幅に向上することになる。
【００８６】
　また、有機ＥＬ素子用材料２１の一個当たりに占める有機ＥＬ材料の質量を、当該有機
ＥＬ素子用材料２１の製造時に予め正確に規定することが容易であるため、蒸着源への材
料投入量の管理がきわめて簡便になる。また、蒸着源となる坩堝等に材料を投入する際に
、粉末状材料のように蒸着源からこぼれたり飛散したりすることがないため、蒸着源に投
入した有機ＥＬ材料を無駄なく利用することができる。さらに、粉末状の有機ＥＬ材料を
取り扱う場合は、その粉末を作業者が吸引してしまうことで安全衛生上の問題が生じるも
のの、上記の有機ＥＬ素子用材料２１を取り扱う場合は、そのような問題が生じることは
ない。
【００８７】
　なお、上記第１～第３の実施の形態においては、粉末状の有機ＥＬ材料１２をアンプル
１３に封入するものとしたが、本発明はこれに限らず、例えば粉末状で生成した有機ＥＬ
材料１２を圧縮して得られる固形材料や、粉末状の有機ＥＬ材料１２をワックス材料と混
合して得られる固形材料を、アンプル１３に封入してもよい。
【００８８】
　また、上記第４の実施の形態においては、有機ＥＬ素子用材料２１の構造として、粉末
状の有機ＥＬ材料を圧縮してなる固形材料２２をコーティング材料２３で被覆した構造と
したが、本発明はこれに限らず、粉末状の有機ＥＬ材料とワックス材料を混合してなる固
形材料２２をコーティング材料２３で被覆した構造であってもよい。
【００８９】
　また、有機ＥＬ素子は、有機ＥＬ表示装置に限らず、表示装置用（例えば、液晶表示装
置用のバックライトなど）を含めた各種の光源としても利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】有機ＥＬ表示装置の構成例を示す断面図である。
【図２】有機ＥＬ素子の構成例を示す断面図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る有機ＥＬ素子用材料を示す図である。
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【図４】本発明の第２の実施の形態に係る有機ＥＬ素子用材料を示す図である。
【図５】本発明の第３の実施の形態に係る有機ＥＬ素子用材料を示す図である。
【図６】本発明の第４の実施の形態に係る有機ＥＬ素子用材料を示す図である。
【符号の説明】
【００９１】
　２…有機ＥＬ素子、３…素子形成用基板、６…有機層、１１…有機ＥＬ素子用材料、１
２…有機ＥＬ材料、１３…アンプル、１４…溝、１５…シール部、２１…有機ＥＬ素子用
材料、２２…固形材料、２３…コーティング材料

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(16) JP 2009-252566 A 2009.10.29

【図５】
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